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摘要(译)

本公开公开了一种有机发光二极管封装结构及其制造方法以及显示装
置。所述制造方法包括：制备包含羟基的无机基材；在无机基板上制备
第一原子过渡层；在第一原子过渡层上涂覆第一有机层，通过混合两种
环氧树脂单体形成第一有机层。固化第一有机层，以使第一有机层通过
第一原子过渡层化学键合到无机基底上。以上述方式，本公开可以增加
有机层和无机层之间的粘合性，并防止显示装置由于在弯曲或折叠期间
由于包装层之间的剥离而引起的包装故障。
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